Dopyt

GAP PAD®
Tepelne vodivé podlozky

( BERGQUIST )

GAP-PAD VO
Gap Pad VO vodiva podlozka

¢ Tepelna vodivost 0,8 - 40 W / mK
« Elektricky nevodivy

e Hrubky 0,5 - 6,5 mm

¢ DIhodobo flexibilné

¢ VVyhodné pre opravy

POPIS PRODUKTU

Gap Pad® - tepelne vodiva, elektricky nevodiva flexibilna podlozka sa pouziva vSade tam, kde potrebujete vyplnit priestor a odvadzat teplo. Vdaka svojej
flexibilite a hrdbke ju mozno umiestnit medzi tlaceny spoj a chladi€, material sa prispdsobi nerovnostiam povrchu (SMD suciastky, vyvody, vodice ap.) A U¢inne
odvadza teplo z celého povrchu tlaceného spoja. Gap Pad zostava dihodobo flexibilna a eliminuje tepelnt roztaznost okolitych stcasti. Pracovna teplota je od -
60°Cdo200°C

Na rozdiel od zalievacich hmét nemusite rieSit’ "uzatvorenie priestoru” a dobu vytvrdnutia materialu, je daleko jednoduchSie pripadna oprava zariadeni a vdaka
moznosti selektivneho pouzitia mdzete znizit hmotnost zariadenia.

Tepelne vodivé podlozky dodavame v roznych hribkach, tvrdostiach, s réznou tepelnou vodivostou a v réznych formatoch podia poziadavky zakaznika.

Priklady pouzitia:

Eliminacia vysky réznych 10 pre jeden chladi¢ / plizdro

Chladenie celého tlaceného spoja



Globalne chladenie IO

Material sme schopni dodat v niekolkych podobach podla potreby zakaznika.
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